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内容概要

《SMT核心工艺解析与案例分析(第2版)》是作者在第1版基础上又一次的实际经验总结。
全书分上下两篇（共14章），上篇（第1～6章）汇集了表面组装技术的65项核心工艺，从工程应用角
度，全面、系统地对其应用原理进行了解析和说明，对深刻理解SMT的工艺原理、指导实际生产、处
理生产现场问题有很大的帮助；下篇（第7～14章）精选了134个典型案例，较全面地展示了实际生产
中遇到的各种工艺问题，包括由工艺、设计、元器件、PCB、设计、操作、环境等因素引起的工艺问
题，对处理现场生产问题、提高组装的可靠性具有非常现实的指导作用。
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章节摘录

版权页：   插图：   无卤PCB板的价格比普通的含卤PCB要高。
成本的差异仅仅是从经济的角度考虑。
然而，PCB板制造商们还面临着一个更关键的挑战：那就是PCB钻孔时受材料物理特性的影响很大，
而无卤材料的硬度通常更高。
据估计，钻头的寿命因此会降低约25％。
这决不是无关紧要的，因为这一原因，有可能使无卤PCB将花费更高的制造成本。
在销售给组装厂时，这个成本将会反映在产品的销售价格上。
 而一个好消息则是，组装商所关注的无卤板的特性，与有卤的PCB相比甚至更好。
通过从一些供应商所提供的数据表比较，可以很容易地看到，无卤基板一般都有较低的热膨胀系数
（CTE），它们有较长的T—260和T—288时间和一个更高的乃温度，这些都意味着无卤PCB将能更好
地适用于多次回流工艺，并能够承受较高的回流温度。
 从可靠性的角度来看，有相当数量的缺陷与CAF阻抗相关。
CAF（阳极导电丝）是一种电化学失效模式，是由PCB板内层之间长出细丝而导致的。
这通常是因为某些类型的内层发生分层现象，从而产生了一定空间并允许细丝增长，而这种分层是由
于环氧树脂和玻璃纤维的热膨胀系数不匹配所致。
南亚的一些研究结果表明，无卤素板对于CAF的形成表现出更强的抗力，而由CALCE所做的另一项研
究则表明，无卤素板更容易形成CAF。
对于组装高可靠性要求产品的任何一家公司，这种相互矛盾的数据应该是非常值得关注的。
随着越来越多的独立研究工作的进行，CAF是否是一个至关紧要的因素将会变得更加清晰。
 3.无卤素与无卤化物的助焊剂 根据定义，卤化物是指任何含有卤素的化合物。
例如，食盐（氯化钠）就是一个卤化物。
根据这一定义，无卤意味着产品不包含任何卤代化合物。
然而对于焊接助焊剂来说，该术语并不那么合适。
IPC／J—STD—004所定义的无卤助焊剂实际上仅仅是不含离子态卤素。
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编辑推荐

《SMT核心工艺解析与案例分析(第2版)》编写形式新颖，直接切入主题，重点突出，是一本非常有价
值的工具书，适合有一年以上实际工作经验的电子装联工程师使用，也可作为大学本科、高职院校电
子装联专业师生的参考书。
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